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La empresa Auxitesa, perteneciente al grupo em-
presarial CUPA GROUP, lleva més de veinte afos
fabricando y comercializando el panel sandwich
Thermochip, lider en el sector de paneles de ma-
dera, siendo los pioneros del mismo, ya que fue el
primer panel sandwich del mercado, y el primero
también en obtener el DIT (Documento de Idonei-
dad Técnica del Instituto Eduardo Torroja). Ade-
mas, cumple todas las especifcaciones y normas
exigidas para la obtencion del marcado CE.

CUPA GROUP nace en 1968 fruto del interésy el es-
fuerzo de cinco productores de pizarra que una vez
establecidas la estrategia, la calidad de la oferta 'y
la vision de empresa lograria una fuerte presencia
en el sector.

En aquel momento, la labor de CUPA GROUP radi-
caba en la comercializacién fuera de Espafia de la
produccién de pizarra que producian las canteras
de las que eran propietarios los socios. Dado el éxi-
to de la operacion, CUPA GROUP decidi6 reinvertir
en el sector de los materiales de construccion.

Actualmente, CUPA GROUP integra cerca de 50
empresas entre las que destaca THERMOCHIP
y ha convivido durante 40 afios con el desafio de
mantener su compromiso en cuanto a efcacia, in-
novacion y materia prima de calidad.

La puesta en marcha de la fabrica de THERMOCHIP
se decidi6 tras un profundo estudio del sector de
la construccion en Espafia. La necesidad de bus-
car alternativas a los procesos convencionales de
construccion de cubiertas, fue lo que movié a los
responsables de CUPA GROUP a emprender una
nueva aventura empresarial para la fabricaciéon de
un producto que hasta entonces era un perfecto
desconocido en el mercado espafiol.
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THERMOCHIP es el panel sandwich lider del mercado. Se trata de
un panel formado por dos tableros (de madera, cemento, yeso...)
unidos a un nucleo de espuma rigida de poliestireno extruido, re-
presenta una alternativa novedosa frente a los sistemas tradiciona-
les de construccion de cubiertas. Una alternativa que aporta intere-
santes ventajas de orden técnico, practico y econémico.

THERMOCHIP se presenta en una gran variedad de acabados, di-
vididos en 3 categorias diferentes: THERMOCHIP, THERMOCHIP
PLUS Y THERMOCHIP ALPHA.

- THERMOCHIP: es el panel clasico formado por dos ta-
bleros de madera unidos a un ndcleo de espuma rigida
de poliestireno extruido, con la mayor gama de acabados
del mercado: abetos, pinos, irokos, yeso...

- THERMOCHIP PLUS: es el mismo concepto del
THERMOCHIP clasico pero con una ldmina impermeable
incorporada en la cara superior, y la cara interior esta
formada por tarima de abeto.

THERMOCHIP ALPHA: se trata de un concepto de
THERMOCHIP diferente, formado por un cajon de ma-
dera que aporta mayor resistencia a distancias de apo-
yo mas amplias. En este tipo de panel el aislamiento se
hace con lana de roca.







thermochip [AH

El panel THERMOCHIP TAH esta formado por
un tablero de aglomerado hidréfugo en su cara
exterior, un ndcleo de espuma de poliestireno
extruido y tabla machihembrada de abeto en el
interior; y ofrece la posibilidad de construir cu-
biertas con el valor afiadido del friso de madera
tradicional como acabado interior, en diferentes
opciones de barnizado.

La eleccién del grosor de su nucleo determinara
la consecucion de los valores de aislamiento re-
gueridos en cada caso.

Conductividad Térmica A 0.035 W/mk
Factor de resistencia a la difusién vapor agua p (adimensional) 100
Absorcion por inmersion total al agua <1,5%

Cara exterior del sandwich: tablero aglo-
merado hidrofugo de 19 mm

Nucleo aislante: espuma de poliestireno
extruido

PANEL TIPO

COMPONENTES CARACTERISTICAS TECNICAS CUADRO DE CARGAS

DIMENSIONES (Kg/m?) para flecha= L/200 DISTANCIA ENTRE EJES

NUCLEO AISLANTE Transmitancia | Resistencia al (mm) (mm)

PANEL TIFO U (W/m2K) | vapor de agua
40 | 50 | 60 | 80 |100 MNs/g Largo | Ancho |Grosor 3 apoyos | 4 apoyos | 5apoyos | 3 apoyos | 4 apoyos | 5 apoyos

@ Lengleta de tablero de fbra para ensam-

TAH/10-40-19

@ TAH/10-40-19 22 Pz 552 69 230 345 460 1200 800 600

blado entre paneles

TAH/10-50-19

@ TAH/10-50-19 2400 552 79 263 395 527 1200 800 600

@Cara interior: tabla friso de abeto de

TAH/10-60-19

TAH/10-60-19 2400 552 89 297 445 593 1200 800 600

10 mm

TAH/10-80-19

TAH/10-80-19 2400 552 363 545 727 1200 800 600

TAH/10-100-19

TAH/10-100-19 2400 552 518 706 918 i {0[0] 800 600

Nota.- Para Euroclase Bs1d0 y Cs1d0 consultenos.



thermochio ACABADOS TAH

TAH BARNIZADO NATURAL TAH TENIDO MIEL TAH RUSTICO TAH LASUR ROBLE TAH LASUR CASTANO TAH LASUR NOGAL




thermochip [FH
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Con el TFH THERMOCHIP consigue un panel con
las mas altas prestaciones derivadas de unir los
elevados valores de aislamiento del nicleo de
poliestireno extruido, con las excelentes cualida-
des, especialmente de resistencia ante la hume-
dad, de los tableros fendlicos que confguran la
cara interior del sandwich.

De acuerdo con el uso requerido y de los valo-
res de carga y aislamiento, el THERMOCHIP TFH
ofrece la posibilidad de distintas confguraciones,
obtenidas a través de la variacion del grosor del
nudcleo aislante y deméas componentes del panel.

Cambiando el rechapado fnal se obtienen dife-
rentes opciones decorativas como el TFpH, TFcH,
TFrH...

‘l

Cara exterior del sandwich: tablero aglo-
merado hidréfugo de 19 mm

Nucleo aislante: espuma de poliestireno
extruido

@ Lengleta de tablero de fbra para ensam-
blado entre paneles

(D) carainterior del sandwich: tablero contra-
chapado fenélico de 10 mm

Conductividad Térmica A 0.035 W/mk
Factor de resistencia a la difusién vapor agua p (adimensional) 100
Absorcién por inmersion total al agua <1,5%

COMPONENTES CARACTERISTICAS TECNICAS

DIMENSIONES
(W)

PANEL TIPO NUCLEO AISLANTE Transmitancia Resistencia al

PANEL TIPO
U W/m?K)  |vapor de agua

MNs/g Largo | Ancho | Grosor
TFH/9-40-19

TFH/9-50-19
TFH/9-60-19
TFH/9-80-19
TFH/9-100-19

DISTANCIA ENTRE EJES
(mm)



thermochio ACABADOS TFH

TFrH RECHAPADO ROBLE TFaH RECHAPADO ABEDUL TFhH RECHAPADQ HAYA TFcH RECHAPADO CASTANO TFpH RECHAPADO PINO RANURADO

—— —




thermochip [YH

La caréacteristica mas representativa del
THERMOCHIP TYH es que no tiene acabado de-
corativo en su cara interior, formada por una pla-
ca de yeso.

Esta version del THERMOCHIP admite todos los
tratamientos que habitualmente se realizan so-
bre superfcies de yeso y su proteccion ante el
fuego (clasifcacion B) asi como sus excelentes
prestaciones acusticas lo hacen especialmente
interesante para edifcios de uso comunitario,
tanto para cubiertas como para divisiones inte-
riores.

El THERMOCHIP TYH esta formado por un table-
ro de aglomerado hidréfugo en la cara exterior,
nucleo aislante de espuma de poliestireno ex-
truido de espesor variable —segun necesidades
de aislamiento- y una placa de yeso por la cara
interior.

L T D

‘l

Conductividad Térmica A 0.035 W/mk
Factor de resistencia a la difusion vapor agua p (adimensional) 100
Absorcién por inmersion total al agua <1,5%

COMPONENTES CARACTERISTICAS TECNICAS c 0 DE CARGAS
PANEL TIPO

Cara exterior del sandwich: tablero aglo-
merado hidréfugo de 19 mm

Nucleo aislante: espuma de poliestireno
extruido

NUCLEO AISLANTE PANEL TIPO Transmitancia| Resistencia al

U (W/m2K)

(D Lengueta de tablero de fbra para ensam- TYH/12-40 TYH/12-40-19

-40-19

blado entre paneles

TYH/12-50-19 TYH/12-50-19

(1) Carainterior: placa de yeso de 12 mm TYH/12-60-19 TYH/12-60-19
19

TYH/12-80- TYH/12-80-19 - 740

TYH/12-100-19 TYH/12-100-19




thermochip TPy

El panel THERMOCHIP TPyH o TPcH esta forma-
do por un tablero de aglomerado hidréfugo en su
cara exterior, un nucleo de poliestireno extruido,
un panel de yeso o cemento-madera (segin cada
caso), y en el interior friso de pino barnizado con
tratamiento ignifugo. Este panel THERMOCHIP
auna el acabado en madera con las ventajas
estéticas que ésta ofrece, con una clasifcacion
Bs1d0, para la utilizacion de este panel en cual-
quier uso constructivo.

\/

Conductividad Térmica A 0.035 W/mk
Factor de resistencia a la difusién vapor agua p (adimensional) 100
Absorcién por inmersion total al agua <1,5%

' , ;' @ Cara exterior del sandwich: tablero aglome-

\ 1 rado hidréfugo de 19 mm COMPONENTES CARACTERISTICAS TECNICAS CUADRO DE CARGAS
|

' : N DIMENSIONES DISTANCIA ENTRE EJES
| - (N) Nucleo aislante: espuma de poliestireno ex- PANEL TIPO NUCLEOC AISLANTE PANEL TIPO | Transmitancia/ Resistencia al (mm) PEED I e s s LA (mm) EUROCLASE

; - U (W/m2K Kg/m2oC
il f | truido (W/m?K) | vapor de agua g/m

40 | 50 | 60 | 80 |100 MNs/g Largo |Ancho |Grosor 3 apoyos | 4 apoyos | 5 apoyos | 3 apoyos | 4 apoyos |5 apoyos
| @ Lengleta de tablero de fbra para ensambla- TPyH/10-12-40-19 @ TPyH/10-12-40-19 0,54 22 2400 | 552 81 31,5 242 360 480 1200 800 600 B s1d0
| L/ 8 A
| ’, h - do entre paneles TPYH/10-12-50-19 ™ TPYH/10-12-50-19 045 27,5 2400 | 552 | 91 31,9 277 412 546 | 1200 | 800 600 Bs1do

@ I,-Cara interior 1: capa de yeso o cemento. TPyH/10-12-60-19
| I,-Cara interior 2: friso de pino con trata-
| 3 ; miento ignifugo

TPyH/10-12-60-19 0,36 33 2400 | 552 101 32,4 310 460 612 1200 800 600 B s1d0

TPyH/10-12-80-19 TPyH/10-12-80-19 0,27 44 2400 | 552 121 32,9 372 562 743 1200 800 600 B s1d0

2400

TPyH/10-12-100-19 TPyH/10-12-100-19 552 141 33,6 520 714 926 1200 800 600 B s1d0




thermochip [HH

El panel béasico de la gama THERMOCHIP esta
formado por dos tableros de aglomerado hidro-
fugo unidos a un nucleo aislante de espuma de
poliestireno extruido.

THERMOCHIP THH ofrece la posibilidad de dis-
tintas confguraciones dependiendo del uso que
se vaya a dar al panel y de las prestaciones re-
queridas -atendiendo fundamentalmente a los
valores de carga y aislamiento- que se obtienen
a través de las variaciones en el grosor tanto del
tablero como del nucleo (ver cuadro).

El panel sandwich THH admite todo tipo de ma-
terial de cubierta por su cara exterior y acepta
empapelado, pintado y demés tratamientos de-
corativos por la interior.

THERMOCHIP THH, de aplicacién universal, es la
alternativa mas econémica de la gama.

‘l

Cara exterior del sdnwich: tablero aglome-
rado hidréfugo de 19 mm

Nucleo aislante: espuma de poliestireno
extruido

Lengueta de tablero de fbra para ensam-
blado entre paneles

Cara interior del sandwich: tablero aglo-
merado hidréfugo de 10 mm

COMPONENTES

PANEL TIPO NUCLEO AISLANTE

THH/10-80-19 .
oo | | | |

« T

Conductividad Térmica A 0.035 W/mk
Factor de resistencia a la difusion vapor agua p (adimensional) 100
Absorcion por inmersion total al agua <1,5%

CARACTERISTICAS TECNICAS

_ . DIMENSIONES
Transmitancia| Resistencia al

U (W/m2K) | vapor de agua

PANEL TIPO

Largo | Ancho |Grosor

THH/10-50-19

0,16 55

THH/10-100-19

|

1N

1B

A s aEm

CUADRO DE CARGAS

DISTANCIA ENTRE EJES

(Kg/m?) para flecha= L/200 il

3 apoyos | 4 apoyos |5 apoyos | 3 apoyos | 4 apoyos | 5 apoyos

"

I\ VY.

n



thermochip [C

Su amplia variedad de aplicaciones, que deja de
ceflirse a la construccién de cubiertas y ofrece
innumerables posibilidades de uso en cerra-
mientos exteriores, suelos o tabiques interio-
res sometidos a solicitaciones especiales, es
el principal valor de la versién TCH del panel
THERMOCHIP.

El THERMOCHIP TCH esta formado por un ta-
blero aglomerado hidréfugo en su cara exterior,
nucleo aislante de espuma de poliestireno ex-
truido y por un panel compuesto de una mez-
cla fuertemente comprimida de particulas de
madera mineralizadas y cemento en su interior.
Estos materiales dotan al panel de excepciona-
les cualidades de comportamiento ante el fuego
(clase B), resistencia a la humedad, aislamiento
acustico y resistencia a la Fexion y a los golpes e
inalterabilidad.

g ey

N S o R ST A T T T

Conductividad Térmica A 0.035 W/mk
Factor de resistencia a la difusién vapor agua p (adimensional) 100
Absorcion por inmersién total al agua <1,5%

Cara exterior del sdndwich: tablero aglome-

rado hidréfugo de 19 mm CARACTERISTICAS TECNICAS CUADRO DE CARGAS

COMPONENTES

. ; : et ' S DIMENSIONES . _ DISTANCIA ENTRE EJES
Ndcleo aislante: espuma de poliestireno ex- PANEL TIPO NUCLEO AISLANTE PANEL TIPO Transmnaznua Eesisamma (mm) PESS) (Kg/m?) para flecha= L/200 (mm)
truido U W/m?K) | vapor de agua Kg/m?°C
40 | 50 (60 | 80 |100 MNs/g Largo | Ancho | Grosor 3 apoyos (4 apoyos | 5 apoyos |3 apoyos |4 apoyos | 5 apoyos
Lengueta de tablero de fbra para ensam- TCH/10-40-19 | (N) TCH/10-40-19 0,56 22 2440 | 600 | 69 28,0 227 340 453 | 1220 813 610
blado entre paneles
TCH/10-50-19 Q) TCH/10-50-19 0,46 215 2440 | 600 | 79 283 260 390 520 | 1220 | 813 610

Cara interior: panel cemento-madera de TCH/10-60-19 600 89 293 440 587 1220 813 610

10 mm

TCH/10-60-19

TCH/10-80-19 TCH/10-80-19 600 109 360 540 720 1220 813 610

TCH/10-100-19 TCH/10-100-19 600 129 432 660 1220 813 610




thermochip

La TIrH es una version del panel THERMOCHIP
especialmente concebida para la construccion
de cubiertas con aprovechamiento del espacio
interior, ya que permite disfrutar de un techo de
gran valor decorativo.

Es la modalidad mas alta de la amplia gama de
panel sandwich THERMOCHIP y esta formado
por un tablero aglomerado hidréfugo en el exte-
rior, ndcleo de poliestireno extruido y una tabla
machihembrada de madera de iroko en el inte-
rior, disponible en acabado natural o barnizado.

(E) Cara exterior del sandwich: tablero aglome-
rado hidréfugo de 19 mm

(N) Nucleo aislante: espuma de poliestireno ex-
truido

@ Lengleta de tablero de fbra para ensam-
blado entre paneles

(D) cara interior: tabla friso de iroko de 10 mm

TIrH

PANEL TIPO

COMPONENTES

NUCLEO AISLANTE

40

50

60

80

100

TIrH/10-40-19

®

Conductividad Térmica A 0.035 W/mk
Factor de resistencia a la difusion vapor agua p (adimensional) 100
Absorcién por inmersion total al agua <1,5%

PANEL TIPO

CARACTERISTICAS TECNICAS

CUADRO DE CARGAS

Transmitancia

U (W/m2K)

DIMENSIONES
Resistencia al (mm)
vapor de agua

MNs/g Largo | Ancho |Grosor

(Kg/m?) para flecha= L/200

3 apoyos

4 apoyos | 5 apoyos | 3 apoyos

(mm)

4 apoyos

DISTANCIA ENTRE EJES

5 apoyos

TIrH/10-50-19

)

TIrH/10-40-19

22 2400 | 552 69

333

500 665 1200

800

600

TIrH/10-60-19

TIrH/10-50-19

2400 | 552 79

415

625 830 1200

800

600

TIrH/10-80-19

TIrH/10-60-19

2400 | 552 89

500

750 1000 1200

800

600

TIrH/10-100-19

TIrH/10-80-19

2400 | 552

666

1000 1330 1200

800

600

TIrH/10-100-19

2400 | 552

738

1100 1410 1200

800

600




thermochip TOH
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Esta version del panel THERMOCHIP afade a
sus caracteristicas prestaciones de resistencia y
aislamiento ademas de un peculiar acabado. El
panel sandwich TOH esté formado por un tablero
de particulas orientadas OSB en su cara interior
y por un tablero aglomerado hidréfugo de 19 mm
en su cara exterior.

El THERMOCHIP TOH permite distintas confgura-
ciones en funcion de los valores de carga y aisla-
miento requeridos, ya que ofrece la posibilidad de
variar el grosor de sus distintos componentes.

I

Cara exterior del sandwich: tablero aglo-
merado hidréfugo de 19 mm

(N) Ndcleo aislante: espuma de poliestireno
extruido

@ Lengueta de tablero de fbra para ensam-
blado entre paneles

@ Cara interior del sandwich: tablero de par-
ticulas orientadas OSB de 11 mm

COMPONENTES

NUCLEO AISLANTE

PANEL TIPO

TOH/11-40-19

Conductividad Térmica A 0.035 W/mk
Factor de resistencia a la difusion vapor agua p (adimensional) 100
Absorcion por inmersién total al agua <1,5%

CARACTERISTICAS TECNICAS

T it . DIMENSIONES
PANEL TIPO ransn;| ancia | Resistencia al (mm)
U (W/m?K) | vapor de agua

CUADRO DE CARGAS



El TKH es una version de THERMOCHIP formada
por un tablero con acabado de conglomerado de
virutas de madera con magnesita. Este modelo
tiene como principal cualidad el ser un material
fonoabsorbente y una clasifcacion de resistencia
al fuego clase B.

‘l

Cara exterior del sdndwich: tablero aglome-
rado hidréfugo de 19 mm

(N) Nucleo aislante: espuma de poliestireno
extruido

Lengleta de tablero de fbra para ensam-
blado entre paneles

ik

A

(1) cara interior: panel virutas de madera con
magnesita de 15 mm

NI

PANEL TIPO

TKH/15-40-19
TKH/15-50-19
TKH/15-60-19
TKH/15-80-19
TKH/15-

COMPONENTES

NUCLEO AISLANTE

Conductividad Térmica A 0.035 W/mk
Factor de resistencia a la difusion vapor agua p (adimensional) 100
Absorcion por inmersion total al agua <1,5%

CARACTERISTICAS TECNICAS CUADRO DE CARGAS
PANEL TIPO

. . DIMENSIONE!
Transmitancia | Resijstencia al SIONES (Kg/m?2) para flecha= L/200 DIEIPANIEIA ENTTRE B2

U (W/m2K) | vapor de agua
Largo | Ancho | Grosor 3 apoyos | 4 apoyos | 5apoyos | 3 apoyos | 4 apoyos | 5apoyos

(mm)

TKH/15-50-19

N N N T C e R




thermochip
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Sobre el mismo concepto del panel sandwich THERMOCHIP
tradicional se introducen una serie de variaciones de orden es-
tético y funcional que se traducen en un producto optimizado.

Estéticas: Mas imagen de madera, ésa es la principal caracte-
ristica de este producto. EI material estrella de nuestra amplia
gama de paneles sandwich es el abeto y en THERMOCHIP PLUS
se potencia obteniendo un acabado con laminas mas anchas y
gruesas.

Funcionales: THERMOCHIP PLUS presenta en su cara superior

una lamina impermeable transpirable adherida al panel, que

aporta una funcién extra de resistencia al paso del agua evitan-

do la colocacion posterior de elementos de impermeabilizacion,

con el consiguiente ahorro de coste. Esta ldmina esta dotada

de un solape lateral (longitudinal) con tira adhesiva para la

union del sistema entre paneles. Asimismo, para los laterales .
transversales se suministra una cinta autoadhesiva, también _ p 3
impermeable y transpirable, para una 6ptima proteccion de la _ r\\
cubierta. Los encuentros en cumbrera, limahojas, limatesas y -

chimeneas, etc. deben aplicar un sistema de impermeabiliza-

cion independiente.

Conductividad Térmica A 0.035 W/mk
Factor de resistencia a la difusion vapor agua p (adimensional) 100

THERMOCHIP PLUS se comercializa en varios acabados. Absorcion por inmersién total al agua <1.5%

COMPONENTES CARACTERISTICAS TECNICAS CUADRO DE CARGAS

@ Lamina impermeable transpirable

q o DIMENSIONES , . DISTANCIA ENTRE EJES
PANEL TIPO NUCLEO AISLANTE TrSn(\an;:;a;;();,a Resistencia al ) ;;/Sn?z Kg/m2 para flecha=L/200 (mm)
(E) Cara exterior del sandwich: tablero (M) vapor de agua
. L, 50 60 80 100 MNSs/i L. Ancho| G 3 apoyos 4 apoyos 5 apoyos 3 apoyos 4 apoyos ) apoyos
aglomerado hidréfugo de 19 mm — — =B e ey
TAH/13-50-19 S/B PLUS | (N) 0,57 275  |3000| 552 | 82 | 210 | 270 405 | 540 | 1500 | 1000 | 750
(1) Nucleo aislante: espuma de poliestireno TAH/13-60-19 S/B PLUS ) 0,47 33 3000 | 552 | 92 | 218 | 305 456 | 604 | 1500 | 1000 | 750
extruido
TAH/13-80-19 S/B PLUS ™ 0,40 44 3000 | 552 | 112 | 221 | 372 550 | 732 | 1500 | 1000 | 750
Lenglleta de tahlero de fhra para TAH/13-100-19 S/B PLUS OIE 55 3000 | 552 | 132 | 229 | 448 680 | 897 | 1500 | 1000 | 750
ensamblado entre paneles

Nota.- Para Euroclase Bs1d0 y Cs1d0 consultenos.

(1) Cara interior: tarima de abeto de 13 mm

rLUS



thermochip
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SOLUCIONES DE
CUBRICION

Con la esenciay las ventajas del THERMOCHIP clasico, la prin-
cipal caracteristica de la version ALPHA es que aporta una ma-
yor resistencia en distancias de apoyo mas amplias. Para ello,
el panel se complementa con un cajon perimetral formado por
cabrios.

El aislamiento es también un elemento especialmente destaca-
ble del THERMOCHIP ALPHA, ya que incorpora un sistema que
se adapta a las mas exigentes normativas del Cédigo Técnico
de la Edifcacion (CTE). Esto se consigue gracias a la lana de
roca reforzada por una barrera de vapor colocada dentro del
cajon perimetral.

El THERMOCHIP ALPHA se presenta en una amplia gama de
acabados, tanto en madera como en otros materiales. Asimis-
mo, en su cara exterior ofrece la posibilidad de escoger entre
tres soluciones diferentes, dependiendo de la cubricién poste-
rior de la cubierta, lo que permite adaptarse a cada uno de ellos
con el consiguiente ahorro econémico.

El THERMOCHIP ALPHA es un panel que se hace a medida para
su proyecto.

ACABADOS
VIRUTAS MADERA
ABETO Y MAGNESITA
HIDROFUGO YESO
Conductividad Térmica A 0,037 W/mk
Factor de resistencia a la difusién vapor agua p (adimensional) 15700
Absorcién por inmersion total al agua 0%
COMPONENTES CARACTERISTICAS TECNICAS CUADRO DE CARGAS
CEMENTO
™, NUCLEO AISLANTE L _ . DIMENSIONES Distancias entre apoyos (mm)
X - ' PANEL TIPO DE LANADE ROCA | TTaNsmitancia | pesistencia al (mm) PESO | para un carga dada (flecha L/200)
U (W/m?K) | vapor de agua Kg/m
100 mm. MNs/g Largo | Ancho |Grosor 150 Kg/m?2 | 200 Kg/m2 | 250 Kg/m?
MAH 19-100-10 Ndcleo 0,28 432 2400/6000 | 600 129 39,2 2,9 1,85 1,65
MHH 10-100-10 Ndcleo 0,25 432 2400/6000 | 600 120 34,3 2,9 1,85 1,65
MYH 12-100-10 Ndcleo 0,27 432 2400/6000 | 600 122 355 3,16 1,92 1,72
MCH 10-100-10 Nucleo 0,27 432 2400/6000 | 600 120 32,2 3,16 1,92 1,72
MKHH 15-10-100-10 Ndcleo 0,26 432 2400/6000 | 600 135 39,6 3,12 1,88 1,69




thermochip

Los tres principios basicos

Los paneles THERMOCHIP se colocan sobre estructu-
ras de madera o metélicas, debiéndose observar es-
tos tres principios basicos para su correcta puesta en
obra:

1. Colocacion al tresbolillo, alternando las juntas
transversales entre paneles.

. Los paneles se colocaran de forma que sus
lados mayores queden perpendiculares a los
apoyos, descansando sobre éstos los lados
menores del panel. Una lengieta, alojada a
todo lo largo del panel, servira de union de los
paneles entre si.

3. Los paneles deberan descansar sobre 3 apoyos
como minimo.

METODOS DE COLOCACION

| /[_\ |
[ \EJ 1
GRUESO GRUESO
PANEL PANEL
min. 2 cm.
min. 5 cm.
ESTRUCTURA ESTRUCTURA
METALICA DE MADERA

Fijacion de los paneles

El anclaje de los paneles se realizard mediante tor-
nillos auto autotaladrantes inoxidables, utilizando los
adecuados para cada tipo de estructura.

Se deberéan distribuir 3 puntos de fjacion por apoyo,
distantes al menos 2 cm del borde del panel. La longi-
tud de los tornillos variara no sélo en funcién del gro-
sor del panel a fjar, sino de acuerdo al tipo de estruc-
tura portante.

Asi, cuando la fjacion se realice sobre estructura me-
talica, la longitud del tornillo serd 20mm superior al
grosor del panel. Sobre madera, la longitud del tornillo
sobrepasara en 50mm.

Junta entre paneles

Una vez fjados los paneles a la estructura portan-
te, conviene proceder al sellado de las juntas y evi-
tar posibles fltraciones de agua debidas a even-
tuales fallos en la cubricién por accién del viento,
pajaros... Este sellado puede realizarse con ban-
das impermeables autoadhesivas, silicona, masi-
lla de poliuretano. La impermeabilizacion de las
juntas se hace especialmente aconsejable en las
uniones producidas por los encuentros de los dife-
rentes faldones de cubierta (cumbrera, limahoya,
limatesa, quiebro...). Otra opcién a tener en cuenta
es el uso de ldminas impermeables transpirables
para cubrir todo el conjunto de la cubierta.

Distribucion de los apoyos

La distancia entre los apoyos esta en funcion del
espesor del panel, de la carga normal de la cu-
biertay de las sobrecargas previstas por infuencia
de los agentes atmosféricos. Asi, una vez dimen-
sionado el espesor del panel segin el nivel de ais-
lamiento térmico requerido, el vano entre apoyos
estara condicionado por la limitacién de la fecha
debida a la carga permanente y a las sobrecargas
de uso, viento y nieve.

A titulo orientativo se facilitan las cargas admiti-
das por distintos tipos de panel segun el nimero
de apoyos y para los valores de fecha habituales.

Bandas impermeables
autoadhesivas

Laminas impermeables
transpirables

Silicona,
masilla de poliuretano

PIZARRA

La colocacion de pizarra debe hacerse sobre un
sistema de doble enrastrelado clavado sobre los
paneles.

(Ver detalle 1)

TEJA

La colocacidn de tejas planas precisara de un doble
enrastrelado previamente fjado sobre los paneles.
En el caso de la teja curva es preciso colocar ele-
mentos auxiliares que permitan la ventilacién y la
adherencia de la teja al mismo.

(Ver detalle 2)

PLANCHAS METALICAS (COBRE,ZINC,CHAPA...)
Dada su uniformidad superfcial y perfecta planitud
las cubiertas construidas con el panel sandwich
THERMOCHIP retinen las condiciones idéneas para
su recubrimiento con planchas metalicas.

Sera conveniente la existencia de una camara de
ventilacion entre las planchas metalicas y el panel,
al objeto de evitar las posibles condensaciones,
pudiendose realizar con un enrastrelado a favor de
pendiente y la colocacion de paneles o tableros que
sirvan de fjacion posterior a la plancha metalica.
(Ver detalle 3)

Almacenamiento en obra
Los paneles THERMOCHIP se suministran paleti-

zados y protegidos con una funda de plastico, pu-
diéndose remontar los palets siempre que la base

de apoyo esté convenientemente nivelada.

Se recomienda no retirar la funda protectora ni
desfejar el palet hasta el momento de su coloca-
cién en cubierta.



CALCULO DEL AHORRO ENERGETICO Y DE EMISIONES DE CO, CON PANEL SANDWICH

Estos datos son para un panel con una espuma de espesor de 8 cm en una zona climatica E1

lambda [W/(m-°C)] espesor (m) R u

[(m2°C)/W] [W/(m?2°C)]

0,060

sin aislar: 2,978

Aglomerado

Camara de aire

Poliestireno extruido con aislante:

Friso abeto

Temperatura media interior (°C) en temporada 20.00 Precio del aislante térmico por cm de 26
de calefaccion (nov.-marzo) espesor (E/m?):

Precio del aislante: 20,800

Temperatura media exterior (°C) en tempora- Precio de la instalacion del aislamiento (€/m?): 0,000
da de calefaccion (nov.-marzo)

Precio total del aislante térmico (E/m?): 20,800

Precio kWh (©): 0,080

Ahorro (kwh/m?) por temporada de calefaccion 235,25
[(usin-ucon)*(tint-text)*3,624]:

Ahorro (E/m?) por temporada de calefaccién: 18,82

Factor de conversion: 311,000
Ry &oa). (gramos de CO, no emitidos por cada
Plazo amortizacion (afios): 1,105 KWh de energi; ahorrado)
“Pay-back” (E/m?) a 50 afios: 920,21
Reduccion emisiones CO, a 50 afios (kg/m?): 3.658,162
LAMBDA
[W/(M.oC)]: 0,035
PAY-BACK (€]
ESPESOR (cm): 8
1.000
PRECIO AISLANTE (€/m?): 20,800
800
600 PRECIO kWh: 0,080
400
200
0 |
-200 Inversion 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 TIEMPO (anos)
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